Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektoranr ...../12

zdnia ..o 2012r

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU
Kod modutu
Nazwa modutu Obrobka bezubytkowa
Nazwa modutu w jezyku angielskim | Chipless forming
Obowigzuje od roku akademickiego | 2013/2014
A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW
Kierunek studiow Automatyka i Robotyka
Poziom ksztatcenia I sto'pl,e n .

(I stopien / 1l stopien)
Profil studiéw Og()lnoakademiCki

(ogdlno akademicki / praktyczny)
Forma i tryb prowadzenia studiow niestacjonarne

(stacjonarne / niestacjonarne)
Specjalnosc
Jednostka prowadzgca modut Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Koordynator modutu Dr inz. Tomasz Mitek
Zatwierdzit:
B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Przynaleznos$¢ do grupy/bloku kierunkowy
przedmiotéw (podstawowy / kierunkowy / inny HES)
Status modutu ObOWi qZkOWy )

(obowigzkowy / nieobowigzkowy)
Jezyk prowadzenia zajeé¢ polski
Usytuowanie modutu w planie studiow .
- semesir Semestr trzeci
Usytuowanie realizacji przedmiotu w .
roku akademickim Semestr zimowy
Wymagania wstepne Materia’:qznawstwa ,

(kody modutéw / hazwy modutéw)
Egzamin nie

(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 3

Forma wykiad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne

prowadzenia zaj e¢

18

W semestrze




C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentow z technologiami odlewnictwa, spajania, i

Cel C ] ; : .
modutu obrobki plastycznej, stosowanymi w przemysle
Forma Odniesienie (ggn;?:ii((tegie
. lesieni W
S);mkbol Efekty ksztatcenia prowadzf:nla do efektow obszarowych
efeku zajec kierunkowych (takze
(w/¢ilfp/inne) inzynierskich)
Student posiada podstawowg wiedze w zakresie T1A W02
wykonywania odlewéw i zna podstawowe sto T1A_WO04
W_01 odlenmiose P i Wyklad E—wgg T1A_WO07
- InzZA_W02
InZA_WO05
Student ma podstawowg wiedze w zakresie roznych T1A W02
metod spajania, budowy urzgdzen oraz ich obstugi Wykiad K_W03 T1A W04
W_02 K W06 T1A W07
- InzZA_WO02
InzZA_WO05
Student ma podstawowg wiedze w zakresie T1A W02
proceséw produkcyjnych obrébki plastycznej metali Wkiad T1A W04
W_03 | na r6znych maszynach technologicznych yra K_WO06 T1A_WO07
InzA_W02
InzZA_WO05
T1A_UO1
Potrafi wykorzysta¢ zdobytg wiedze do wyboru Wkiad K U01 T1A_U14
U_01 | okreslonego rodzaju technologii w celu wykonania yra K UL6 T1A Ul6
wyrobow metalowych o zadanym ksztalcie - InzA_U06
InzZA_U08
Na podstawie wyktadéw potrafi dokona¢ prostej Wvkiad K U01 T1A_UO1
U_02 | analizy wybranych technologii obrébki bezubytkowej y - T1A U14
K_U16 .
InZA_UO06
Rozumie potrzebe uczenia sie przez cate zycie Wvkiad
K_01 |w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych y K_KO01 T1A_KO1
dotyczacych proceséw obrébki bezubytkowej
Ma swiadomos¢ roli absolwenta uczelni technicznej i Wkiad
K_02 |rozumie potrzebe przekazywania innym osobom yra K_KO06 T1A_KO7
informacji zwigzanych z kierunkiem studiéw
Tresci ksztatcenia:

1. Tresci ksztalcenia w zakresie wykfadu

Nr Tresci ksztatcenia Odniesien_ie do efektow
wyktadu ksztatcenia dla modutu
1 Podstawy procesow odlewniczych i metalurgicznych. U (\;\{_%1 02
Stopy odlewnicze, wtasciwosci odlewnicze. K 01, K 02
Piece odlewnicze. Wytapianie staliwa, zeliwa, stopéw metali w_01
2 niezelaznych u_01,U_02
' K_01, K_02
Metody formowania recznego. Mechanizacja i automatyzacja w_01
3 procesow formowania. Specjalne metody wytwarzania form i U _01,U 02
rdzeni. Metody odlewania. K 01, K 02
W_02
4 Podstawy proceséw spajania. Metalurgia proceséw spawania U _01,U 02
K_01, K_02
W_02
5 Spawalno$¢ metali. Materiaty dodatkowe do spawania uU_01,U_02
K_01, K 02
6 Przeglad metod i wyb6r optymalnych technologii spajania W_02




U _01,U_02
K_01, K _02
Klasyfikacja proceséw obrébki plastycznej. Wady i zalety obrébki
plastycznej. Podstawowe procesy ttoczenia dotyczace wW_03
7 ksztattowania materiatu z naruszeniem spojnosci (sposoby U _01,U 02
ciecia) jak i bez naruszenia (wyttaczanie, przettaczanie, K_01, K 02
wycigganie, giecie)
W_03
8 Sposoby walcowania materiatu U _01,U 02
K 01, K 02
. . . o . W_03
9 Metpdy vyymskama materiatu, czynniki Wpingjqce na proces U 0L, U 02
wyciskania Nowoczesne metody ksztattowania. K 01 K 02
2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen
N,r z'ajeé Tresci ksztatcenia Odniesienje do efektow
éwicz. ksztatcenia dla modutu

3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Nr zajeé Tresci ksztatcenia Odniesienie do efektéw
lab. ksztatcenia dla modutu

Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
efektu (spos6éb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadar projektowych, laboratoryjnych, itp.)

W_01 | Kolokwium zaliczeniowe z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie wyktadow.

W_02 | Kolokwium zaliczeniowe z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie wyktadow.

W_03 | Kolokwium zaliczeniowe z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie wyktadow.

U_01 |Kolokwium zaliczeniowe z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie wyktadow.

U_02 | Kolokwium zaliczeniowe z wiedzy teoretycznej przekazanej w trakcie wyktadow.

K_01 | Obserwacja postawy studenta podczas zaje¢ dydaktycznych.

K_02 | Obserwacja postawy studenta podczas zaje¢ dydaktycznych.

D. NAKEAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Rodzaj aktywno $ci Ogtﬂ;ezr?tgle
1 | Udziat w wyktadach 18 godz.
2 | Udziat w ¢wiczeniach -
3 | Udziat w laboratoriach -
4 | Udziat w konsultacjach 10 godz.
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba g_od_zin realizowanych przy bezpo $rednim udziale nauczyciela 28 godz.
akademickiego
10 | Liczba punktow ECTS, ktoér g student uzyskuje na zaj eciach
wymagaj gcych bezpo $redniego udziatu nauczyciela akademickiego 1 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 35 godz.
12 | samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 20 godz.




14

Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw

15 | Wykonanie sprawozdan -
15 | Przygotowanie do kolokwium korcowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentacii
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 55 godz.
21 | Liczba punktéw ECTS, ktér g student uz yskuje w ramach samodzielnej 2 ECTS

pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obci gzenie prac g studenta | 83
23 Punkty ECTS za modut

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta 3 ECTS
24 | Naklad pracy zwi gzany z zajeciami o ch arakterze praktycznym 0
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi

25 | Liczba punktéw ECTS, ktér g student uzyskuje w ramach zaj e€ o

charakterze praktycznym 0 ECTS

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom 2001

. Binczyk F.: Konstrukcyjne stopy odlewnicze. WPS, Gliwice 2003
. Falecki Z.: Podstawy formowania z modeli odlewniczych. Wydawnictwa

4. Raczka J., Tabor A.: Odlewnictwo, Skrypt Politechnika Krakowska,
5. Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane. Projektowanie potgczen.
6. Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie i ciecie metali. Technologie. WNT,
7. Jakubiec M., Lesinski K., Czajkowski H.: Technologia konstrukcji

8. Erbel Jiinni.: Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w
przemysle maszynowym. Tom |, Oficyna Wydawnicza Politechniki

9. Sinczak J. i inni: Procesy przerobki plastycznej. Wydawnictwo naukowe
10.Kapinski S.: Ksztattowanie elementéw nadwozi samochodow. WKL,
11.Richert J.: Innowacyjne metody przerdbki plastycznej. Wydawnictwa
12.Rudol F.: Cwiczenia laboratoryjne z odlewnictwa. Skrypt PSk., Kielce,

13. Sinczak J. i inni: Procesy przerébki plastycznej — éwiczenia
laboratoryjne. Podstawy teoretyczne i wykonawstwo ¢wiczen AKAPIT,

14. Mazurkiewicz A., Kocur L.: Obrébka plastyczna - laboratorium.
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